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文章摘要：

研究了等温时效对ＳｎＡｇ／Ｃｕ表面贴装焊点微结构, Ｓｎ－Ｃｕ金属间化
合物生长及其剪切强度的影响, 并与常用的６２Ｓｎ３６Ｐｂ２Ａｇ／Ｃｕ焊
点进行了比较, 结果表明, 在时效过程中, ＳｎＡｇ钎料以较小的反应速率
与Ｃｕ发生反应, ＳｎＡｇ烛 显示了较强的剪切强度并且其受时效的影响较
ＳｎＰｂＡｇ焊点要小.
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